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OBJETIVOS

Aprender cuales son y como actuan las unidades funcionales de un
sistema informatico.

Conocer las funciones de los principales componentes fisicos de un
sistema informatico.

Reconocer los componentes fisicos de un sistema informatico vy
mecanismos de interconexion.

Verificar el proceso de puesta en marcha de un equipo.
Clasificar, instalar y configurar diferentes dispositivos periféricos.
Conocer el concepto de maquina virtual y sus ventajas.

Operar las maquinas respetando las normas de seguridad y las
recomendaciones ergonomicas.



PLACA BASE

Es el circuito impreso principal de todo sistema informéatico, que
conecta todos los componentes hardware (HW).
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Estos componentes HW pueden estar:

Integrados (soldados)
- Chipset

- BIOS

- Wifi

- Tarjetade sonido

- Etc.

1; Conectados mediante:

I - Sockets (CPU)

4 - Slots (RAM)

8 - Buses de expansion (Tarjeta Grafica)
B - Conectores internos (Disco SSD)

- Conectores externos (Pendrive)

- Etc.



PLACA BASE

Las placas base se rigen por factores de forma estandarizados a

nivel mundial, que determinan las medidas y la disposicion de sus
componentes (conectores, buses de expansion,...) entre otros

Factores de forma mas utilizados

ATX. Es el mas utilizado, presentando
variantes como Micro-ATX o Mini-ATX

dedicados a equipos menos potentes.

Variantes ITX. Placas base enfocadas a
equipos de muy bajo consumo y
reducidas dimensiones. Generalmente
todos sus componentes vienen de
formaintegrada. Ejemplos: Mini-ITX,

Nano-ITXy Pico-ITX.

micro-ATX

mini-ITX



PLACA BASE

Los factores de forma en servidores suelen ser diferentes de los utilizados
en las placas base de ordenadores de escritorio convencionales, ya que
deben de estar optimizadas para cumplir con requisitos especificos

ATX Extendido (E-ATX): Si bien el factor de forma E-ATX es comuin en placas base de
escritorio, también se utiliza en servidores de alta gama. Ofrece espacio adicional

para caracteristicas avanzadas y componentes adicionales.

SSI CEB (Server System Infrastructure - Custom Extended ATX): Este factor de forma
es especifico para servidores y es mas grande que el ATX estandar. Proporciona

espacio adicional para multiples CPU, memoria y unidades de almacenamiento.

SSI| EEB (Server System Infrastructure - Extended Extended ATX): Similar al SSI CEB,

pero mas grande. Se utiliza en servidores de alto rendimiento y torres de servidores.



PLACA BASE
\

Busca en Internet placas base con factores de forma del los
tipos: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, SSI CEB

Pon una imagen de cada una de ellas, indicando su nombre.
Analiza e indica las dimensiones y capacidad de expansion de

cada placa.

NOTA: Lo que se pide es observar los conectores, slots, etc.,
para ver la diferencia entre placas con distintos factores, no se

trata de copiar y pegar informacion de internet.
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CHIPSET

Principal circuito integrado y encapsulado (microchip) en la placa
base, cuya funcion principal es la de gestionar ciertos componentes
en la placa base, dotandolos de sincronismo a través de diferentes
buses.

Interviene en la mayoria de los
procesos del sistemay determina:

El procesador que se puede instalar.
La memoria RAM.

La cantidad de buses disponibles
pararanuras de expansion.

Puertos USB.

La cantidad y tipos de conectores
internos y externos.

La capacidad de overclocking.
Etc.

Chipset AMD 47B2
(imagen sin disipador)



CHIPSET

Las principales funciones de un chipset son:

« Coordinar la asociacion entre los componentes de gran
capacidad de transferencia de informacion o procesamiento,
como el procesador, memoria o buses PCI Express.

« Actuar de concentrador de componentes de entrada y salida, asi
como de dispositivos de baja velocidad.

La ubicacion del chipset puede variar segun el disefio de la placa
base, pero en las placas ATX, suele estar cerca del zb6calo del
procesador. Es comun que el chipset tenga un disipador de calor
debido a las tareas intensivas de procesamiento que realiza.

Antes de trabajar o adquirir una placa base, es importante acceder a
la informacion del fabricante del chipset.



CHIPSET
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CHIPSET
\

Busca una placa base con chipset B450 y otra con chipset B550
de AMD. Realiza una tabla comparativa entre ambos modelos de
CHIPSET, analizando sus caracteristicas tales como: Procesador
soportado, Memoria RAM, Buses de expansion, Puertos USB, etc.,
ademas de otros datos que pienses que puedan ser de interés.

¢,Cudl piensas que es la principal ventaja del B550 sobre el B450?

Lo que queremos conseguir es ver las diferencias entre ambos

chipsets, no la diferencia entre placas base.
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SOCKET PROCESADOR

El socket o z6calo es el lugar donde se instala del procesador en la placa
base. Existen, principalmente, dos tipos:

ZIF(Zero Insertion Force): Consiste en una estructura de plastico con
pequeios agujeros (conectores), donde se insertan las patillas del
procesador. Gracias a un sistema mecanico permite introducir el procesador
sin necesidad de fuerza alguna, por medio una palanca en el lateral.

LGA (Land Grid Array): dispone de una base con contactos que se
comunican con la placa base, sobre la que cierra una estructura de metal con
forma de ventana. El procesador dispone de contactos y no patillas, por lo
gue establece la comunicacion por presion gracias a dicha estructura. La
instalacion en este socket es sencilla, con mucho menos riesgo de dafar el
microprocesador. Permite mayor cantidad de contactos



SOCKET PROCESADOR
\

Entra en una pagina web de componentes para ordenador, y localiza:

3 placas base con sockets distintos.

Poner la imagen de la placa base y ampliar el socket en cuestion. Ademas
indicar:

- Procesador compatible y a que fabricante corresponde (Intel / AMD)

- Tipo de socket (ZIF / LGA).

- Nombre comercial del socket.

- NUmero de pines/conectores del socket

- Direccion web de las imagenes y de los datos obtenidos (fuente)
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SLOTS MEMORIA RAM

Los slots de memoria son espacios destinados a alojar los moédulos de
memoria RAM. Actualmente los mas utilizados en equipos de sobremesa son
los tipo DIMM SDRAM-DDR4 con 288 pines.

Los slots disponen de una marca para alinear el modulo correctamente, asi
como retenedores laterales para aumentar la sujecion.

Las placas base disponen de tecnologia Dual, Triple, 0 Quad Channel, de esta
manera se consigue acceder a varios modulos simultaneamente, mejorando
la velocidad de acceso a la RAM.

Los slots presentan colores para poder identificar la posicion de los modulos
dependiendo de la tecnologia.

Para un optimo rendimiento se deben instalar modulos de memoria de
idénticas caracteristicas, en caso de no ser asi, el controlador de memoria se
ajusta a las velocidades, latencias o capacidades mas bajas.



SLOTS MEMORIA RAM
\

Entra en una pagina web de componentes para ordenador, y localiza:
1 Placa base con tecnologia Dual Channel, otra placa base con tecnologia
Triple Chanel, y otra con Quad Channel.

Poner laimagen de la placa base y ampliar los slots en cuestion.

Buscar una placa base compatible con slots DIMM SDRAM-DDR3
Pon una imagen de los slots e indica las diferencias fisicas y técnicas
entre los slots para DDR3 y DDR4, tales como la tension de

funcionamiento, nimero de pines, etc.

¢,Qué es un slot SO-DIMM? Pon una imagen de un slot actual.
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Buses de expansion. PCle

Los buses o ranuras de expansion son los encargados de alojar las tarjetas
de expansion para ampliar las caracteristicas del equipo. Segun el ancho de
banda y la velocidad de transmision, encontramos varios tipos de buses de
distintos tamanos y formas.

El bus mas empleado es el PCI-Express, o PCle, que esta estructurado en
carriles (lanes). Cada carril consiste en dos pares de sefales diferenciales,
uno para recibir datos y uno para transmitirlos.

Existen diferentes tamanos atendiendo al numero de lanes. Asi pues,
podemos encontrar las denominaciones: x1, x4, x8 y x16 que corresponden
al, 4,8y 16 lanes respectivamente.

Existen diferentes versiones de PCle. Cuanto mayor sea la version del bus,
mayor sera la velocidad de transferencia (ancho de banda).

PCle se implementa hasta con 16 lanes de datos. Cada linea dispone de un
ancho de banda de 2GB/s en su version 4.0.



Buses de expansion. PCle

Relacion de tamaio de los conectores PCle

PCl-Express x1 PCl-Express x4 PCl-Express x8

PCI-Express x16



Buses de expansion. PCle

La siguiente tabla muestra un resumen de las velocidades de transferencia

atendiendo a la version y carril.

Ancho de banda

Version PCI-Express

Por carril En x16
1.0 250 MB/s 4GB/s
2.0 500 MB/s 8GB/s
3.0 ~1000 MB/s ~16GB/s
4.0 =~2000 MB/s =32GB/s

Actualmente la versidon mas
a ser sustituida por la v4.0.

extendida en los equipos es la 3.0, que empieza




Buses de expansion. PCle

PCle es compatible en todas sus versiones y lanes, quedando limitado el
ancho de banda a la version inferior.

Ejemplo: Podemos conectar una tarjeta PCle x4 v3.0, en slot dedicado para
PCle x16 v2.0. Su velocidad de transferencia sera igual a la velocidad de la
version 2.0, multiplicada por 4 (n° de lanes):

Velocidad PCle x4 v2.0 = 500MB/s x 4 = 2000MB/s

PCI-Express x16



Buses de expansion. PCle

No podemos asegurar el numero de canales que tiene un conector PCle simplemente
observando su tamafo. Debemos obtener la informacidén directamente del fabricante
en el MANUAL.

Por ejemplo, la siguiente imagen muestra en la parte superior e inferior, slots PCle de
tamano x16, pero el fabricante indica que la ranura situada en la parte inferior funciona
a x4, es decir, 4 lanes.

1 x PCI Express x16, a x4 (PCIEX4)

1 x PCI Express x16, a x16 (PCIExX16)

Ultra Duri ’b{(

UI FI Du rlbl()

La version PCle puede variar de un conector a otro, lo que implica velocidades
distintas de transferencia dentro de una misma placa.



Buses de expansion. M2

Los conectores M.2 son utilizados al igual que PCle, para ampliar o mejorar funciones
dentro de un sistema informatico, principalmente almacenamiento y comunicaciones
de red.

El bus M.2 no tiene un estandar de comunicaciones con la CPU o chipset propio, por
tanto utiliza dependiendo del modelo de placa base, distintos estandares para
comunicarse.

Actualmente existen 3 tipos de estandares para conectores M.2:
- Estandares SATA.

- Estandares PCI-Express.

- Estandares USB.

Es decir, la velocidad dependera de la comunicacion que permita la placa base a través
del chipset.



Buses de expansion. M2

Encontramos diferentes tipos de slots para M.2, siendo los mas comunes:
Tipo M: normalmente dedicado a dispositivos SSD con estandar PCle x4
Tipo M+B: dedicado a dispositivos SSD con estandar SATA Il

Tipo A+E: empleado en dispositivos para dispositivos de comunicaciones. Pueden
utilizar los estandares PCle x1, USB.

Slot M.2 Tipo M

Slot M.2 Tipo A+E
Tipo A+E
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Buses de expansion. M2

6 contacts 5 contacts
KeyBsIot ”il”i””””””i _”I””i”””””””KeyMsIot

6 pins 5 pins

ey 5 0L SCOOTY) _CCCCTOCRTOTIOTD [0 ey v
0 JCTTTOOD [0 ey e

Schematic figure of contact shapes of Key B, Key M, Key B+M

4 contacts 12 contacts
Key A slot ll ” ” ” ” ”l ” ” ” ” ” ” ”i _ l ” ” N ” ” l l” ” ” ” ” ” ” iiiKey E slot
4 pins 12 pins

ey oL [CIIOOICOTIOTIIOTTY,  CCCCETOOY CCTOTOAOO ., .
0 0 DT ey e



o«):|—)'

d

Buses de expansion

A Actividad propuesta UT1.5

Dadas las siguientes placas bases:

MARCAS

Gygabyte Asrock Asus

B365M D3H X99 (cualquier
MODELOS modelo)

GA-H81M-D3V H110M-DVP M5A97 R2.0

Pro WS X570-ACE

RESPONDER PARA TODAS LAS PLACAS BASE:

Imagen de la placa base, sefialando los slots de expansion

N.° de slots PCle, n° de lanes (x1, x4,...), indicar la version (1.0, 2.0,...), y calcula la
velocidad final de cada slot (MB/s). En caso de tener conector M.2, indicar tipo de slot
y estandar de comunicacion que utilice.

Nombre del chipset y numero de lanes (cantidad maxima de lineas PCle) que puede

manejar. Enlace al manual de cada placa.
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Conectores internos.

Los conectores internos son puertos dedicados principalmente para:

Conectar dispositivos de almacenamiento como pueden ser discos duros, lectores
de tarjetas, usb.

Conectores de alimentacion que sirven para ofrecer diferentes niveles de tension a
los componentes de la placa para su correcto funcionamiento.

Otros conectores destinados a: refrigeracion, encendido, reset, indicadores led, etc.




Conectores internos.

Interfaz SATA (Serial Advanced Technology Attachment)

SATA es una interfaz de transferencia de datos en serie entre la placa base y algunos
dispositivos de almacenamiento, como discos duros, lectores y grabadoras de
CD/DVD, unidades de estado solido u otros dispositivos de altas prestaciones.

Conexion con la placa punto a punto. Esto significa que para cada disco existe un
unico cable, lo que garantiza el acceso concurrente (de forma simultanea), de todos
los discos.




Otros conectores internos

Panel frontal.

La caja del equipo dispone de varios
botones e indicadores led que se
conectan a estos conectores para
transmitir  acciones. Se  suelen
presentar por colores, detallando en la
placa base la correspondencia con
cada conector.

Ventilador CPU

Estos conectores disponen de 4 pines
para conectar el ventilador encargado
de disipar el calor que produce el
procesador durante su
funcionamiento. La tensidn que ofrece
variara dependiendo la pendiente de
temperatura generada,

000O0D

Front Panel Header
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Fan Header
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1 HD_LED+ 6
2 HD_LED- 7
3 Ground 8
4 RST_BTN 9
5 NC 10 Empty

PWR_LED+
PWR_LED-
PWR_BTN

Ground

1 Ground
2 12V

3 TACH
4 PWM




Otros conectores internos

Conectores USB internos.

Encargados de conectar, a través de
un cable, los conectores USB
distribuidos en la partes frontal o
trasera de la caja de los equipos.
Podemos encontrar diferentes
velocidades de transferencia
dependiendo de la version del USB.

USB3.0/3.1 Header

vBUS 1 P2 0P
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USB3.1 Header

P1,VBUS P11. VBUS
P2. TX1+ P12. TX2+
P3. TX1- P13. TX2-
P4.GND P14. GND
PS5 RX14 P15, RX2+
Pé6. RX1- P16. RX2
P7.VBUS P17. GND
P8.CC1 P18. D-
P9.SBU1 P19. D4
P10.5BU2  P20.CC2

0000000006
HH066086060

Signal

8000000000

1
2 SSRX_P1_DN
3 SSRX_P1_DP
4 OND

5 SSTX_P1_ON
6 SSTX_P1.OP
7 GND

8 P1_ON

3 p1_OP

10 NC

12 P2 DN

13 GND

14 SSTX_P2_DP
15 SSTX_P2 DN
16 GND

17 SSRX_P2_DP
18 SSRX_P2_DN
19 VBUS

- 0
SeosaNnOoNOw- 2

5V_Dual
D_
D+

GND
Empty
5V_Dual

D-

D+

GND

No Connect



Conectores de alimentacion

Conector 24 pines (ATX).

Es el conector de la fuente de
alimentacion principal normalmente
ubicado a lo largo del borde inferior
derecho de la placa.

Conector 8 pines (EPS 8-pin).

Es el conector que alimenta al
procesador. El voltaje de alimentacion es
de 12V, siendo el VRM (voltage regulator
module) el encargado de regular las
diferentes tensiones de funcionamiento
para los componentes.

Conector 6 pines (ATX).

Proporciona alimentacién a las ranuras
PCle, en lugar de extraerlo todo de la red
principal de 24 pines. Utilizado también
para aplicaciones SLI.

24-pin Main Power

T0O0CCGOTOO®

000000000000
D0000000000

PODOO0O000060
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1 AV 7 GND 9l w 1% GNOD

2 v 8 PWROK “ AV 20 RSVD

3 GND
4 Y
8§ OND

0 5V

8 8V _AUX 18 GND 21 s8v
10 #12v 16 PS ON 22«5V
"M 1y 17 GND 23 5V
12 $30V 18 GND 24 GND

0 N O O s OGN -

ATX_PWR_6P

©00
000
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Conectores internos

A Actividad propuesta UT1.6

Busca informacidon sobre la interfaz U.2, indicando:

- Imagenes del conector en la placay cable de conexidn.

- Caracteristicas técnicas y una descripcion detallada.

- Localiza una placa base que disponga de este tipo de conector, pon una
imagen, y sefiala su disposicion en la placa.

- Para esa misma placa base, busca la caja adecuada e indica las
conexiones internas necesarias para los conectores USB frontales,

indicadores led y botones.
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Conectores externos.

La conexion entre los periféricos del sistema con el propio equipo se realiza,
principalmente, a través de conectores de comunicacion externos anclados a
la placa base. Estos conectores emplean diferentes buses de comunicacion
hacia el chipset.

Los principales conectores externos son:

- eSATA: utilizado para conectar dispositivos de almacenamiento externo.

SATA

Conectores eSATA/SATA Cable eSATA
- Thunderbolt: empleado para conectar perifericos de almacenamiento o

para transmitir video a periféricos. Emplea la misma interfaz que USB-C. Si
un conector USB-C emplea la tecnologia Thunderbolt, aparecera un rayo

dibujado.
= Tl
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Conectores externos.

- USB: conector empleado para conectar periféricos, como raton, teclado,
impresora, discos duros externos, smartphones, etc. Existen varias
versiones de este conector.

UsB 3.1 Thunderbolt
B 3,
USB 1.0 USB 2.0 Geni usasd USB 3.2 2

Gen2 2
Ogbps
12mbps | 480mbps «msgggs 39 0gbps 20gbps T N

Mini DisplayPort

SUPERSPEED’*. Connector
cennsen —= 7.50mm
aUSB &

SUPERSPEED . SUPERSPEED + .
24RTINS

. 20Gbps :

;
4.60mm 140men
L

Pin¥20 #2

&S | hynderbolt

Type-C 3
Type B ﬂ@gibps
ype Type B
. ‘) THUNDERBOLT.
Mini-A Mini-B Mini-A Mini-8 SSwricd
) Gy | e — - 1o

Micro-A Micro-8 Micro-A Micro-B



Conectores externos.

- Conectores de video: transmiten sefales de video a monitores. Los mas

empleados son D-SUB (VGA), DVI, Displayport y HDMI (estos dos ultimos
también pueden transmitir audio).

] HDMI
Displayport

DISPLAY PORT

VGA

uuuuuuuuuu

% Formatos de :m_b -

Cable conectorbVlI  — pvvbsalik g

Solo analégico
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Conectores externos.

- Conector Ethernet LAN: también Illamado RJ45, empleado para
comunicarse por cable de par trenzado en una red de ordenadores.

- Conectores de audio Jack y S/PDIF: capaces de transmitir sonido
analdgico y digital, respectivamente.

- Conectores PS/2: utilizados para conectar teclados y ratones

- Jack de altavoz subwoofer
y altavoz central (naranja)
- Jack de altavoces de sonido
envolvente traseros (negro)
- S/PDIF (cuadrado negro
Y grs)
~ Jack de entrada de linea
(azul)
- Jack de salida de linea
para altavoces frontales o
auriculares (verde)

USB-Cv3.1Gen2 dosUSB-Av3.1Genl
bt ussAv3.1cmz/ f45

Figura 1.22
Conectores externos de una placa base ASROCK. ~ Jack de micrifono (rosa)
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Conectores externos

MY Actividad propuesta UT1.7

A partir de la placa base localizada en la actividad UTL1.6:
- Pon una imagen de los conectores externos sefialando cada uno de
ellos, e indicando el nombre.

- Explica cada uno de ellos indicando sus caracteristicas técnicas.

Si mi equipo tiene la placa base Asus WS X570-ACE, y mi monitor tiene
conexion VGA, ¢qué solucion propones para poder utilizar este monitor?.

Describe esta solucion y pon unaimagen o esquema de la misma.

¢, Puedo conectar un monitor a un USB-C sin ser thunderbolt ? Razona tu

respuesta.
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BIOS

La BIOS es un conjunto de programas muy elementales, grabados en un chip de la
placa base denominado ROM BIOS, que se encarga de realizar las funciones
necesarias para que el ordenador arranque.

Este conjunto de programas se denomina firmware y es el primer programa que se
ejecuta al arrancar el ordenador.

El objetivo principal es comprobar el estado del hardware, asignar direcciones e
interrupciones de proceso, y cargar el sistema operativo o gestor de arranque.

La BIOS dispone de una GUI (Interfaz grafica de usuario) en forma de menu, que nos
permite visualizar o configurar parametros del sistema.

Existen diferentes tipos de BIOS, lo que implica que no todas disponen de los
mismos parametros de configuracion o visualizacién (dependiendo del tipo de placa
base). Alun asi las BIOS disponen de unos parametros de configuracion que son
comunes para todas las placas base.

Los pardametros de configuracion son almacenados en una memoria volatil
denominada CMOS.



BIOS

CMOS (semiconductor complementario de 6xido metalico) es el término empleado para
describir aquella porcion de memoria en la placa base de un ordenador destinada a
almacenar configuraciones de BIOS.

Algunas de estas configuraciones de BIOS incluyen la hora y fecha del sistema, al igual
gue ciertos ajustes de hardware, como son las interrupciones y la secuencia de
arranque del ordenador. Esta memoria al ser volatil necesita ser alimentada de manera
continua.

Para mantener la informacién en la memoria BIOS se hace uso de una pila de botdn
normalmente del tipo CR2032 que mantiene los datos de configuracién en la memoria.
Cuando esta pila se agota es necesario reemplazarla. El sistema avisa cuando la pila
esta sin carga (BIOS checksum error/bad), obligando al usuario decidir sobre como
continuar (cargar configuracion por defecto, o entrar a los ajustes BIOS)




BIOS

American
Megatrends

www.ani.com

AMIBIOS (C) 2009 Amer i

BIOS Date: 05/11/10 X

CPU : Intel(R) Atom(TH) CPL @ 1.66GHz
Speed : 1.66 GHz

Press F11 for BBS POPUP
Initializing USB Controllers .. Done.
2047MB OK
USB Device(s) : 1 Keyboard, 1 Mouse. 2 Hubs
Auto-Detecting Pri Master..IDE Hard Disk
Pri Master : INTEL SSDSAZMO80G2GC 2CU10ZHD
Ultra DMA Mode-5. S.M.A.R.T. Capable and Status OK
Auto-detecting USB Mass Storage Devices ..
00 USB mass storage devices found and configured.

CMOS Checksum Bad
Press F1 to Run SETUP
Press F2 to load default values and continue

CMOS Checksum error: Pila desgastada o en mal estado (no guarda
configuraciones)
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